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Im Rahmen dieses Beitrags wird anhand eines hierfiir entworfenen Test-Chip
untersucht, wie On-Chip Decoupling Kapazititen zur Verringerung der Stdremission
von ICs eingesetzt werden konnen. Es wird der Test-Chip bestehend aus einem
Stromzellen DAC, zwei single Bit Y A-ADC sowie On-Chip Decoupling
Kapazititsblocke vorgestellt und das Prinzip des

On-Chip Decoupling beschrieben. Weiter erfolgt eine detaillierte Beschreibung der
MeBmethode, die der IEC Norm (IEC 61967-2) entspricht. Anhand von
Messergebnissen wird der Einfluss des On-Chip Decoupling auf die Reduzierung der
Storemission diskutiert.
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